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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 3: Regles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des circuits intégreés

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60191-3 a été établie par le sous-comité 47D: Normalisation
mécanique des dispositifs a semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs a
semiconducteurs.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiéere édition parue en 1974, la modification 1
(1983), I'amendement 2 (1995) ainsi que la CEl 60191-3A (1976), la CElI 60191-3B (1978), la
CEIl 60191-3C (1987), la CEl 60191-3D (1988), la CEI 60191-3E (1990) et la CEIl 60191-3F
(1994).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47D/299/FDIS 47D/322/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 3: General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60191-3 has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical
standardization of semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1974, amendment 1
(1983), amendment 2 (1995), IEC 60191-3A (1976), IEC 60191-3B (1978), IEC 60191-3C
(1987), IEC 60191-3D (1988), IEC 60191-3E (1990) and IEC 60191-3F (1994).

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47D/299/FDIS 47D/322/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 3.
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Les annexes A, C, D, E, F, G, H et K font partie intégrante de cette norme.
L'annexe B est donnée uniquement 4 titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée; ou

¢ amendée.
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Annexes A, C, D, E, F, G, H and K form an integral part of this standard.
Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005.
At this date, the publication will be

e reconfirmed,;
¢ withdrawn;
¢ replaced by a revised edition; or

¢ amended.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 3: Régles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des circuits intégrés

1 Généralités
1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 60191 donne des indications pour la préparation des dessins des
encombrements de circuits intégrés.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 60191.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEl 60191 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Pour les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEIl et de I'ISO posséedent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60191-1:1966, Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs — Partie 1:
Préparation des dessins des dispositifs a semiconducteurs

CEIl 60191-2:1995, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 2:
Dimensions

CEIl 60191-4:1999, Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs — Partie 4:
Systéme de codification et classification en formes des boitiers pour dispositifs a
semiconducteurs

ISO 1101-1, O Spécification géométrique des produits — Tolérancement géométrique —
Généralités, définitions, symboles, indications sur les dessins 1)

ISO 2692:1988, Dessins techniques — Tolérancement géomeétrique — Principe du maximum de
matiere

2 Terminologie et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60191, les définitions suivantes s'appliquent.

2.1

dessin d'encombrement de boftier

dessin qui spécifie les caractéristiques dimensionnelles d'un boitier et les autres parameétres
étroitement associés qui sont requis pour l'interchangeabilité mécanique.

1 A publier.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 3. General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60191 gives guidance on the preparation of drawings of integrated circuit
outlines.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60191. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 60191 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60191-1:1966, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 1. Preparation
of drawings of semiconductor devices

IEC 60191-2:1995, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 2: Dimensions

IEC 60191-4:1999, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 4. Coding
system and classification into forms of package outlines for semiconductor devices

ISO 1101-1, O Geometrical Product Specification (GPS) - Geometrical tolerancing -
Generalities, definitions, symbols, indications on drawings 1)

ISO 2692:1988, Technical drawings — Geometrical tolerancing — Maximum material principle

2 Terminology and definitions

For the purpose of this part of IEC 60191, the following definitions apply.

2.1

package outline drawing

the drawing of a package which specifies the dimensional characteristics and other closely
associated features which are required for mechanical interchangeability.

1) To be published.
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2.2

plan de siége

plan qui désigne le plan de contact du boftier, incluant toute butée, avec la surface sur laquelle
il sera monté.

NOTE - Ce plan est souvent utilisé comme plan de référence.

2.3

plan de base

plan parallele au plan de siége et passant par le point le plus bas du boftier, a I'exclusion des
butées.

2.4
plan de calibrage
plan perpendiculaire aux sorties, dans lequel la position de sorties est controlée.

NOTE - Dans certains boitiers, deux des plans mentionnés ci-dessus, ou tous ces plans, peuvent coincider.

2.5

position de sortie

un des emplacements de la série d'emplacements équidistants sur un cercle ou sur une
rangée, qui est susceptible d'étre occupé ou non par une sortie.

2.6

index visuel

configuration de référence (par exemple marque, chanfrein, encoche, ergot, creux, etc.) qui
identifie la premiére position de sortie.

2.7
aire d'index
aire dans laquelle I'index visuel est situé en partie ou en totalité.

2.8

index mécanique

configuration (par exemple ergot, encoche, méplat, rainure, etc.) qui permet l'orientation en
cas de manipulation automatique.

Lorsque c'est possible, I'index mécanique coincidera avec l'index visuel.

2.9

ligne d'axe d'index ou ligne de repére

ligne d'axe d'une configuration d'index (par exemple ergot) qui sert a orienter l'index par
rapport a la premiére position de sortie.

2.10

coin de référence de grille

premiere position de sortie (vue depuis l'extrémité libre des sorties) dans un systéme
alphanumérique de grille.

2.11
rangée de sorties
série d'emplacements de sortie, équidistants, situés sur une ligne droite.

2.12
cercle de sorties
série d'emplacements de sortie, équidistants, situés sur un cercle.

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT
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2.2

seating plane

a plane which designates the plane of contact of the package, including any stand-off, with the
surface on which it will be mounted.

NOTE - This plane is often used as the reference plane.

2.3

base plane

a plane drawn parallel to the seating plane through the lowest point of the package, excluding
any stand-off.

2.4
gauging plane
a plane perpendicular to the terminals, at which the position of the terminals is controlled.

NOTE - In some packages, two or more of the above-mentioned planes may coincide.

2.5

terminal position

one of a series or equally spaced locations on a circle or on a row, which may or may not be
occupied by a terminal.

2.6

visual index

a reference feature (e.g. mark, chamfer, notch, tab, depression, etc.) which identifies the first
terminal position.

2.7
index area
the area in which a portion or all of the visual index should lie.

2.8

mechanical index

a feature (e.g. tab, notch, flat, groove, etc.) which provides orientation during automatic
handling.

Where possible, the mechanical index should coincide with the visual index.

2.9

index centre line or datum line

a centre line through a visual index feature (e.g. tab) which is used to orientate the index with
the first terminal position.

2.10

grid reference corner

the first terminal position (viewed from the free end of the terminals) in an alphanumeric grid
system.

2.11
terminal row
a series of equally spaced terminal positions which are located on a straight line.

2.12
terminal circle
a series of equally spaced terminal positions which are located on a circle.
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2.13

zone de calibrage

zone de contrdle dans laquelle les tolérances de position des axes des sorties ou les plans de
symétrie des sorties sont spécifiés.

2.14

barre d'arrét

barriere métallique entre connexions adjacentes pour réduire le flux de matériau composé du
moule entre, et le long des connexions.

2.15
bavures dues a la découpe de la barre d'arrét
exces de métal extérieur a la dimension hors tout de la plus grande largeur d'une sortie.

La largeur de la bavure est la distance, mesurée perpendiculairement au bord théorique de la
sortie, entre ce bord et le pus grand dépassement du métal. La longueur de la bavure est
la plus grande dimension de I'exces de métal, mesurée parallélement au bord théorique de la
sortie (voir figure 1a).

2.16

indentation due a la découpe de la barre d'arrét

absence de métal produisant une discontinuité dans le profil théorique de la plus grande
largeur d'une sortie.

La profondeur d'indentation est la distance, mesurée perpendiculairement au bord théorique de
la sortie, entre ce bord et la plus grande absence de métal. La longueur de l'indentation est la
plus grande dimension de 'absence de métal, mesurée parallelement au bord théorique de la
sortie (voir figure 1b).

Largeur de la sortie Largeur de la sortie

-~ ~—

' '

Longueur de Longueur de
la bavure I'indentation

yr A |

Profondeur de

Profondeur de . I'indentation I

la bavure

IEC 739/98 IEC 740/98

Figure 1a — Bavure Figure 1b — Indentation

Figure 1 — Bavure et indentation
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2.13

gauging zone

a control zone within which positional tolerances for the terminal axes or the planes of terminal
symmetry are specified.

2.14

dambar

metal barrier extending between adjacent leads to restrict the flow of mold compound material
between and along leads.

2.15
dambar protrusion
the presence of excess metal extending outward from the edge of a lead shoulder.

The width of the protrusion is the perpendicular distance from the defined lead edge to the
outermost portion of the excess metal. The length of the protrusion is the largest dimension of
the excess metal parallel to the defined lead edge (see figure 1a).

2.16
dambar intrusion
the absence of metal causing a discontinuity along the intended profile of a lead shoulder.

The depth of the intrusion is the perpendicular distance from the defined lead shoulder edge to
the innermost edge of the region of absent metal. The length of the intrusion is the largest
dimension of the region of absent metal parallel to the defined lead edge (see figure 1b).

Lead shoulder Lead shoulder
’<—___>t R ot

y

Dambar _Damb_ar

protrusion intrusion

length length
A

Dambar Dambar
protrusion > o intrusion ———®=
width depth
IEC 739/98 IEC 740/98
Figure 1a — Protrusion Figure 1b — Intrusion

Figure 1 — Dambar protrusion and intrusion
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2.17

dépo6t de moule

matériau composé opaque, venant du moule, attaché au dispositif terminé et s'étendant sur,
entre, et/ou autour des connexions adjacentes et des bords de I'enveloppe.

2.18

dépbt entre connexions

matériau composé opaque attaché a une surface entre des connexions adjacentes et restant
apres les opérations de découpe de la barre d'arrét.

2.19

protrusion

exces de plastique ou de métal subsistant aprés le moulage et les opérations de
découpe/formage/singularisation.

2.20

bavures a l'orifice d'injection

exceés de matériau métallique subsistant a I'endroit de l'orifice d'injection du moule, apres avoir
découpé le boitier de son peigne.

3 Classification des boftiers

La classification en formes des boftiers pour dispositifs & semiconducteurs de la CEI 60191-4 a
remplacé les descriptions des formes 1 a 5 ci-dessous. Les références aux formes 1 a 5 sont
données uniquement a titre d'information.

La classification est obtenue en répartissant les dessins de I'annexe B comme suit.
3.1 Forme 1 (axiale) — figures B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 et B.6

3.2 Forme 2 (axiale) — figures B.7, B.7a, B.8 et B.9

3.3 Forme 3 (axiale) — figures B.10, B.11 et B.12

3.4 Forme 4 (périphérique) — figures B.13, B.14, B.15, B.16, B.16a, B.17 et B.18
3.5 Forme 5 (spéciale)

Cette forme, pour laquelle il n'est pas donné d'exemples dans l'annexe B, se rapporte a des
dessins constituant des combinaisons de boitiers a sorties axiales et de boitiers a sorties
périphériques ou a des dessins qui, pour d'autres raisons, par exemple boitiers sans broches

ou fils de sorties, ne peuvent étre classés dans les catégories axiale ou périphérique.

4 |dentification des sorties — Numérotation des sorties

Dans la mesure du possible, les sorties des dispositifs seront désignées selon les régles
suivantes.

4.1 Dispositifs avec sorties disposées en arrangement linéaire
(voir figure B.2)

On considére que les sorties sont regardées depuis leur extrémité libre. La sortie la plus
proche de l'index visuel sera désignée par le numéro 1, les autres sorties seront numérotées
dans l'ordre a partir de la sortie n° 1.
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2.17

mold flash

opaque mold compound material attached to the finished part and extending onto, between,
and/or around adjacent leads and package edges.

2.18

interlead (window) flash

opaque mold compound material attached to an area between adjacent leads remaining after
dambar trim operations.

2.19

protrusion

plastic or metal excess material remaining from the molding and trim/form/singulation
operations.

2.20

gate burrs

excess metal material remaining after singulating the package from its leadframe at the mold
gate area.

3 Cross-referencing of packages

The classification into forms of package outlines for semiconductor devices in IEC 60191-4 has
superseded the form descriptions of forms 1 - 5 below. The cross-referencing to forms 1 -5 is
given for information purposes only.

Cross-referencing is achieved by using the drawings in annex B as follows.

3.1 Form 1 (axial) — figures B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 and B.6

3.2 Form 2 (axial) — figures B.7, B.7a, B.8 and B.9

3.3 Form 3 (axial) — figures B.10, B.11 and B.12

3.4 Form 4 (peripheral) — figures B.13, B.14, B.15, B.16, B.16a, B.17 and B.18
3.5 Form 5 (special)

This form, for which there are no examples given in annex B, refers to figures which are
combinations of axial and peripheral or which, for other reasons, e.g. leadless packages, do
not fit in the axial or peripheral categories.

4 Terminal identification — Numbering of terminals
Where possible, device terminals should be identified according to the following rules.

4.1 Devices with terminals disposed in linear array (see figure B.2)

The terminals are considered as being viewed from their free ends. The terminal nearest the
visual index should be numbered as No. 1, the other terminals should be numbered
progressively from terminal No. 1.
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4.2 Dispositifs avec sorties disposées en un seul arrangement circulaire
(voir figures B.10 et B.11)

On considére que les sorties sont regardées depuis leur extrémité libre. La sortie dont le
centre est au-dela de la ligne de repére de l'index visuel sera désignée par le numéro 1, les
autres sorties seront numérotées dans l'ordre et dans le sens horaire a partir de la sortie n°® 1.

Si l'absence d'une sortie dans un arrangement de sorties par ailleurs également espacées
identifie la ligne de repére, la position de la sortie omise ne sera pas numérotée; par contre,
dans un arrangement circulaire modulaire déterminé, toute position de sortie omise qui ne
définit pas une ligne de repére devra étre numérotée.

4.3 Dispositifs avec sorties disposées en plusieurs arrangements circulaires
(voir figure B.12)

Les regles données en 4.2 seront appliquées comme suit: les sorties situées sur le cercle
d'implantation du plus grand diamétre seront désignées Al, A2, A3, etc.; les sorties situées sur
les autres cercles d'implantation de diamétre décroissant seront désignées dans l'ordre B1, B2,
B3, etc., C1, C2, C3, etc.

4.4 Dispositifs avec sorties disposées sur une périphérie carrée ou rectangulaire
(voir figures B.1, B.3, B.4, B.6, B.7, B.7a, B.8, B.9, B.13, B.14, B.25, B.16, B.16a, B.17 et
B.18)

Il convient de prévoir une identification visuelle de la face supérieure du dispositif. Un moyen
d'identification de la position de la sortie n° 1 sera également prévu. Ces deux moyens
d'identification peuvent étre combinés.

Quand le marquage de la sortie n° 1 est prescrit sur la face inférieure du boitier, la convention
suivante est appliquée (voir figures H.1 et H.2).

Les positions des sorties seront numérotées dans l'ordre de succession dans le sens
antihoraire autour de la périphérie du dispositif en regardant sa face supérieure. La position de
sortie n° 1 devra étre la premiére position en partant du moyen d'identification dans le sens
antihoraire.

Chaque sortie doit étre identifiée par le numéro de sa position. Il peut arriver que certaines
positions numérotées ne soient pas occupées par une sortie, mais les sorties existantes
doivent avoir le numéro de la position qu'elles occupent.

Lorsqu'une sortie occupe plus d'une position de sortie, elle sera identifiée par les numéros de
la premiére et de la derniére position de sortie occupées, ces deux numéros étant séparés par
un tiret.

(Pour un exemple théorique, voir la figure 2.)

Lorsque le dispositif présente plus de deux rangées de sorties dans une direction, du fait que
les sorties émergeant dans un plan ont été pliées dans plus de deux plans, les sorties seront
numérotées dans l'ordre de succession, en correspondance avec la position de leur point
d'émergence du corps du dispositif.

(Pour un exemple théorique, voir la figure 3.)
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4.2 Devices with terminals disposed on a single circular array (see figures B.10 and B.11)

The terminals are considered as being viewed from their free ends. The terminal, the centre of
which is past the datum line of the visual index should be numbered as No. 1, the other
terminals should be numbered progressively in a clockwise sequence from terminal No. 1.

Where omission of one terminal in an otherwise equally spaced array identifies the datum line,
the position of the omitted terminal should not be numbered; but in a fixed modular circuit
array, any location of omitted terminal which does not define a datum line shall be numbered.

4.3 Devices with terminals disposed on multiple circular arrays (see figure B.12)

The rules given in 4.2 will be applied as follows: the terminals located on the pitch circle of the
largest diameter should be numbered Al, A2, A3, etc., the terminals located on the other pitch
circles of decreasing diameter should be numbered progressively B1, B2, B3, etc., C1, C2, C3,
etc.

4.4 Devices with terminals disposed on a square or rectangular periphery
(see figures B.1, B.3, B.4, B.6, B.7, B.7a, B.8, B.9, B.13, B.14, B.25, B.16, B.16a, B.17
and B.18)

Visual identification of the top of the device should be provided. The means of identification of
terminal position No. 1 should also be provided. These identifications may be combined.

When terminal No. 1 marking is required on the bottom side of the package, the following
convention is used (see figures H.1 and H.2).

The terminal positions should be numbered progressively in an anti-clockwise direction around
the periphery of the device as viewed from the top. The terminal position No. 1 shall be the first
position anti-clockwise from the means of identification.

Each terminal shall be identified by the number of its position. Terminals may not necessarily
be present in all the numbered positions, but those present shall have the number of the
position.

When a terminal occupies more than one terminal position, this terminal should be identified by
the number of the first and last occupied terminal positions, these two numbers being
separated by a dash.

(For a theoretical example, see figure 2.)

When the device presents more than two rows of terminals in one direction, because the
folding of the terminals emerging in one plane has been made in more than two planes, the
terminals should be numbered progressively in correspondence with the position of their point
of emergence from the body of the device.

(For a theoretical example, see figure 3.)
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Figure 2 — Exemple théorique montrant comment numéroter les sorties d'un dispositif
avec sorties disposées sur une périphérie rectangulaire et avec certaines d'entre elles
occupant plus d'une position de sortie
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Figure 3 — Exemple montrant comment numéroter les sorties d'un boitier «QUIL»
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Figure 2 — Theoretical example showing how to number the terminals of a device
with terminals disposed on a rectangular periphery and with some of them
occupying more than one terminal position
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Figure 3 — Example showing how to number the terminals of a "QUIL" package
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4.5 Dispositifs avec sorties disposées sur trois rangées ou plus dans chaque direction
orthogonale (voir figure B.5)

1) Il convient que les positions des sorties soient sur un systéme de grille orthogonal de pas
identique respectivement dans les deux directions.

2) Les positions des sorties doivent étre numérotées, que la sortie soit présente ou non.

3) Le dispositif étant observé depuis I'extrémité libre des sorties et en partant de l'aire d'index
disposée a gauche et en bas:

a) la premiére rangée verticale est numérotée 1, les autres rangées verticales sont
numérotées dans I'ordre numérique a partir de 1;

b) la premiére rangée horizontale est référencée A, les autres rangées horizontales sont
référencées dans l'ordre alphabétique a partir de A (sans utiliser les lettres I, O, Q, S, X
et Z).

(La figure C.1 illustre un exemple d'utilisation de ce systeme).

4) Lorsqu'il peut y avoir plus de 20 rangées de sorties, la rangée aprés la rangée Y (la 21%)
doit recevoir un préfixe alphabétique AA, la 228 AB, etc.

(La figure C.2 illustre un exemple de dispositif ayant deux rangées proches des bords
longitudinaux du boftier, avec un pas égal a «e» dans une direction et a 2e dans l'autre
direction, et avec une distance entre les deux rangées internes de sorties égale a 20e.)

5 Dimensions et symboles littéraux de référence

5.1
hauteur a partir du siége ou hauteur du dispositif monté (A)
distance séparant le plan du siége du point le plus haut du bottier.

5.2
hauteur d'espacement (A;)
distance séparant le plan de siége du plan de base.

5.3
hauteur du boitier (A,)
distance séparant le plan de base du point le plus haut du boitier.

5.4

diametre du cercle d'implantation des sorties (Oa, Oa,, Oag, etc.)

diameétre du cercle sur lequel les positions de sortie sont situées. Ja sera utilisé pour le plus
grand diametre de cercle d'implantation, lorsqu'il existe plus d'un cercle d'implantation.

5.5
grande dimension d'une butée (B)
plus grande dimension de la section de la butée.

5.6
petite dimension d'une butée (B,)
plus petite dimension de la section de la butée.

5.7
diametre d'une butée (OB)
diameétre de la section de la butée.
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4.5 Devices with terminals disposed in three or more rows in each orthogonal
direction (see figure B.5)

1) The terminal position should be on an orthogonal network of equal pitch respectively in both
directions.

2) Terminal positions shall be numbered whether or not a terminal is present.

3) With the device viewed from the free end of the terminals and from the index area in the
lower left:

a) the first vertical row is numbered 1, the other vertical rows are numbered progressively
from 1;

b) the first horizontal row is lettered A, the other horizontal rows are lettered in alphabetical
order from A (without using I, O, Q, S, X and Z).

(Figure C.1 shows an example of this designation system.)

4) When more than 20 rows are possible, the rows after row Y (the 21st) shall be given an
alphabetical prefix, AA, the 22nd AB, etc.

(Figure C.2 shows an example of a device having two rows near to the edges of the long
side of the package and with a pitch equal to "e" in one direction and "2e" in the other and
with a distance equal to "20e" between the inner two rows.)

5 Dimensions and reference letter symbols

51
seated height (A)
distance from the seating plane to the highest point of the package.

5.2
stand-off height (A,)
distance between the seating plane and the base plane.

5.3
package height (A,)
distance from the base plane to the highest point of the package.

5.4

terminal circle diameter (La, Oa,, Dag, etc.)

diameter of the circle upon which the terminal positions are located. Oa should be used for the
largest pitch circle diameter when there is more than one pitch circle present.

5.5
stand-off major dimension (B)
major dimension of the stand-off cross-section.

5.6
stand-off minor dimension (B,)
minor dimension of the stand-off cross-section.

5.7
stand-off diameter (OB)
diameter of the stand-off cross-section.
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5.8
largeur d'une sortie (b)
plus grande dimension de la section de la sortie.

5.9
autre(s) largeur(s) d'une sortie (b4, b,, b, etc.)

5.10
diametre(s) d'une sortie (Ob, Oby, Ob4, Ob,, Ob,, etc.)
diamétre du cercle-enveloppe circonscrit a la sortie.

NOTE - Ob, et Ob, se réferent généralement a des diametres contrélés avec précision sur une longueur spécifiée
de la sortie (voir figures B.10 et B.11).

5.11
épaisseur d'une sortie (c)
plus petite dimension de la section de la sortie.

5.12

longueur du boitier (D)

plus grande dimension du boftier, & I'exclusion des sorties, mesurée dans un plan paralléle au
plan de siége.

NOTE - Lorsque des sorties existent dans deux directions opposées seulement, on suppose qu'elles sont
disposées dans le sens de la largeur (E) (voir figure B.16a).

5.13
autres(s) longueur(s) du boitier (D4, D,, etc.)
autre(s) longueur(s) du boitier, généralement plus petite(s) que D.

5.14

diamétre du boftier (OD)

plus grand diamétre du boitier, a I'exclusion des sorties, mesuré dans un plan paralléle au plan
de siege.

5.15
autre(s) diametre(s) du bofitier (O0D,, OD,, etc.)
autre(s) diamétre(s) du boftier, généralement plus petit(s) que OD.

5.16
espacement(s) linéaire(s) des butées (d, dq, d,, d,, dg, etc.)
espacement(s) linéaire(s) entre les positions exactes des centres des butées.

5.17

largeur du boftier (E)

plus petite dimension du botftier, a I'exclusion des sorties, mesurée dans un plan paralléle au
plan de siége.

5.18
autre(s) largeur(s) bu boftier (E;, E,, etc.)
autre(s) largeur(s) du boftier, généralement plus petite(s) que E.

5.19
espacement linéaire des sorties (e, e, €,, €,, €g, etc.)
espacement linéaire entre les positions exactes des centres des sorties.
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5.8
terminal width (b)
major dimension of the cross-section of a terminal.

5.9
other terminal width(s) (b4, b,, bs, etc.)

5.10
terminal diameter(s) (Ob, Oby, Oby, Ob,, Obg, etc.)
diameter of the circumscribed circle containing the terminal.

NOTE - Ob, and Ob, usually refer to diameters which are closely controlled over a specified terminal length (see
figures B.10 and B.11).

5.11
terminal thickness (c)
minor dimension of the cross-section of a terminal.

5.12

package length (D)

major dimension of the package, excluding terminals, measured in a plane parallel to the
seating plane.

NOTE - If terminals are presented for mounting in two opposite directions only, they are deemed to extend in the
width direction (E) (see figure B.16a).

5.13
other package length(s) (D4, D, etc.)
other package length(s), usually smaller than D.

5.14

package diameter (O D)

major diameter of the package, excluding terminals, measured in a plane parallel to the seating
plane.

5.15
other package diameter(s) (OD,, OD,, etc.)
other package diameter(s), usually smaller than OD.

5.16
stand-off spacing(s), linear (d, d4, d,, d,, dg, etc.)
linear spacing(s) between true positions of stand-off centres.

5.17

package width (E)

minor dimension of the package, excluding terminals, measured in a plane parallel to the
seating plane.

5.18
other package width(s) (E4, E,, etc.)
other package width(s), usually smaller than E.

5.19
terminal spacing, linear (e, e, e,, €5, €g, €tc.)
linear spacing between true positions of terminal centres.
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5.20

hauteur de la zone du rebord (F)

dimensions hors tout de la zone du rebord, incluant tout congé de raccordement, mesurée a
partir du plan de base.

5.21
hauteur du rebord (F,)
dimension du rebord excluant tout congé de raccordement.

5.22

longueur de la zone du boitier (Gp)

longueur d'une zone qui inclut la longueur effective du bottier, les irrégularités du bofitier et la
partie non contrélée de toutes sorties périphériques présentes dans le sens de la longueur.

5.23

largeur de la zone du boitier (Gg)

largeur d'une zone qui inclut la largeur effective du boitier, les irrégularités du boitier et la
partie non contrélée de toutes sorties périphériques présentes dans le sens de la largeur.

5.24

diametre de la zone du boftier (IG)

diamétre d'une zone qui inclut le diameétre effectif du boitier, les irrégularités du bofitier et la
partie non contrélée de toutes sorties périphériques présentes radialement.

5.25

longueur hors tout (Hp)

plus grande dimension hors tout, incluant la longueur du boftier, des sorties périphériques
présentes dans le sens de la longueur.

5.26

largeur hors tout (Hg)

plus grande dimension hors tout, incluant la largeur du boftier, des sorties périphériques
présentes dans le sens de la largeur.

5.27
diametre hors tout (OH)
plus grand diamétre hors tout des sorties périphériques présentes radialement.

5.28
hauteur ou profondeur d'index (h)
hauteur ou profondeur de la configuration de I'index.

5.29
largeur d'index (j)
largeur de la configuration de I'index.

5.30
longueur d'index (k)
longueur de la configuration de l'index.

Sur les bofitiers cylindriques, la longueur de l'index (par exemple ergot) est mesurée a partir du
diamétre hors tout effectif 0D du dispositif.
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5.20
flange zone height (F)
overall dimension of the flange zone, including any fillet, measured from the base plane.

5.21
flange height (F,)
flange dimension excluding any fillet.

5.22

package length zone (Gp)

Length of a zone which includes the actual package length, package irregularities and the
uncontrolled part of any peripheral terminals which are presented for mounting in the length
direction.

5.23

package width zone (Gg)

length of a zone which includes the actual package width, package irregularities and the
uncontrolled part of any peripheral terminals which are presented for mounting in the width
direction.

5.24

package diameter zone (OG)

diameter of a zone which includes the actual package diameter, package irregularities and the
uncontrolled part of any peripheral terminals which are presented for mounting radially.

5.25

overall length (Hp)

largest overall dimension, including package length, of peripheral terminals which are
presented for mounting in the length direction.

5.26

overall width (Hg)

largest overall dimension, including package width, of peripheral terminals which are presented
for mounting in the width direction.

5.27
overall diameter (OH)
largest overall diameter of peripheral terminals which are presented for mounting radially.

5.28
index height or depth (h)
height or depth of index feature.

5.29
index width (j)
width of index feature.

5.30
index length (k)
length of index feature.

On cylindrical packages, the index length (e.g. tab) is measured from the actual diameter OD
of the device.
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5.31
longueur(s) d'une sortie (L, L)
longueur(s) de la sortie utilisable(s) pour le montage, mesurée(s) a partir du plan de siege.

NOTE - L, se réfere généralement a la partie de la sortie le long de laquelle le diameétre (Ob,) est controlé avec
précision (voir figure B.11).

5.32

longueur(s) de sortie (Lp, Lg)

zone(s) contrdlée(s) de sortie, utilisée(s) pour le montage, mesurée(s) a partir des extrémités
des sorties périphériques.

5.33
longueur(s) d'une sortie (L4, L,, L, etc.)
longueur(s) de la sortie mesurée(s) a partir du plan de base.

NOTE - L, — L, se référe généralement a la partie de la sortie le long de laquelle le diamétre Ob, est contr6lé avec
précision.

5.34

longueur de montage (Mp)

distance mesurée parallélement au plan de siége, dans la direction D, entre les faces externes
des rangées extrémes des sorties, lorsque le dispositif est enfoncé en butée dans les trous
d'un calibre donné (voir notes 1 et 2 de 5.35).

5.35

largeur de montage (Mg)

distance mesurée parallélement au plan de sieége, dans la direction E, entre les faces externes
des rangées extrémes des sorties, lorsque le dispositif est enfoncé en butée dans les trous
d'un calibre donné.

NOTE 1 - M, (Mg) est mesurée entre deux plans perpendiculaires au plan de siége, tangents aux faces externes

des sorties des rangées extrémes au point de plus grand écartement, au-dessus du plan de siége et paralléles a la
ligne d'axe transversale (longitudinale) du dispositif (ligne d'axe dans la direction E(D)).

La figure 4 représente un exemple de trous d'un calibre pour boitiers QUIL dans lequel le dispositif sera introduit.

| — /M
le] B [/ [
I/
i ! ' ( Direction
Y u) I (rocton 8y
o TS
21,00 + 0,05 TETE‘E]/\//—/\J

Direction longitudinale

(direction D) 353178

Figure 4 — Exemple de trous d'un calibre pour boitiers QUIL

NOTE 2 — My(Mg) max. est choisie égale a la somme de I'espacement des rangées des sorties et du diamétre des
trous de montage, la valeur ainsi obtenue étant arrondie au 1/10 supérieur.
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5.31

terminal length(s) (L, L)

length(s) of terminal available for mounting, measured from the seating plane.

NOTE - L, usually refers to that part of the terminal over which the diameter (Ob,) is closely controlled (see
figure B.11).

5.32

terminal length(s) (Lp, Lg)

controlled terminal zone(s) for mounting, measured from ends of peripheral terminals.

5.33
terminal length(s) (L4, L,, L3, etc.)
terminal length(s) measured from the base plane.

NOTE - L, — L, usually refers to that part of the terminal over which the terminal diameter Ob, is closely controlled.

5.34

mounted length (Mp)

distance measured parallel to the seating plane, in the D direction, between the outer faces of
the outer rows of terminals, when the device is fully seated in the holes of a given gauge (see
notes 1 and 2 of 5.35).

5.35

mounted width (Mg)

distance measured parallel to the seating plane, in the E direction, between the outer faces of
the outer rows of terminals, when the device is fully seated in the holes of a given gauge.

NOTE 1 - My (Mp) is measured between two planes, perpendicular to the seating plane, which are in contact with

the outer faces of the terminals in the outer rows at their widest point above the seating plane, when viewed parallel
to the transversal (longitudinal) centre line (centre line in the E(D) direction) of the device.

Figure 4 shows an example of holes in a gauge for QUIL packages, in which the device will be seated.

| — 7
le] \ ) L ]
D11
U ( rensierea
N /_/ (E direction)
o e T
/]
21,00 + 0,05 E./E‘é'\//‘/\J

Longitudinal direction

(D direction) 353178

Figure 4 — Example of holes in a gauge for QUIL packages

NOTE 2 — Mp(Mg) max. is chosen to be equal to the sum of the terminal rows spacing and the mounting hole
diameter, rounded up to the first decimal value.
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5.36

nombre de positions de sortie (n)

nombre total de positions de sortie potentielles en conformité avec le systeme spécifié de
désignation des positions de sortie. Le nombre effectif des sorties présentes peut étre inférieur
a(n).

5.37
nombre autorisé de sorties manquantes (n;)
nombre maximal de positions de sorties qui peuvent étre inoccupées.

5.38
diameétre du trou de montage d'un boftier (Op)
diamétre d'un trou percé dans le boftier et destiné au montage.

5.39

hauteur d'émergence des sorties (Q)

distance entre le plan de sieége et la face inférieure des sorties a leur point d'émergence du
boitier.

5.40

distance au sommet d'émergence des sorties (Qq)

distance entre la face supérieure du boitier et la face supérieure des sorties a leur point
d'émergence du bottier.

5.41
autres dimensions d'émergence des sorties (Q,, Qj, etc.)
dimensions d'autres configurations de sorties.

5.42

dépassement(s) du boitier (Z, Z,, Z,, etc.)

distance entre la position exacte de la ligne d'axe de la position des sorties terminales et
I'extrémité du boftier.

Dans le cas ou les sorties s'étendent au-dela du boitier, les dimensions Z, Z; doivent étre
spécifiées comme égales a zéro. On ne devra pas utiliser de dimensions négatives.

Si le depassement a I'extrémité opposée du boitier est différent de Z, il doit étre désigne par Z,
(voir figure B.1).

NOTE - Il est recommandé que les valeurs minimale et maximale de Z (Z,) satisfassent a une des relations
suivantes:
z<$S
2
e Z<e
2

e <ng—eetc.
2

5.43

angle(s) de ligne d'axe d'index (a, a,, ag, etc.)

espacement(s) angulaire(s) entre la ligne d'axe radiale d'une configuration d'index et la ligne
d'axe radiale de lI'emplacement exact de la position de la premiere sortie sur le cercle
d'implantation des sorties.

a, sera utilisé pour I'espacement angulaire correspondant a la position de la premiere sortie
sur le cercle ayant le plus grand diametre.
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5.36

guantity of terminal positions (n)

total quantity of potential terminal positions in accordance with the specified terminal position
designation system. The actual quantity of terminals present may be less than (n).

5.37
allowable quantity of missing terminals (n;)
maximum quantity of terminal positions which can be unoccupied.

5.38
package mounting hole diameter (Op)
diameter of the hole in the package for mounting.

5.39

terminal emergence height (Q)

distance from the seating plane to the underside of the terminals where they emerge from the
package.

5.40

terminal emergence dimension (Q)

distance from the top surface of the package to the top surface of terminals where they emerge
from the package.

5.41
other terminal emergence dimensions (Q,, Qa, etc.)
dimensions of other terminal features.

5.42
package overhang(s) (Z, Z4, Z,, etc.)
distance from the end terminal true position to the extremity of the package.

In the case where the terminals extend beyond the package, Z, Z; shall be specified as zero.
Negative dimensions shall not be used.

The overhang at the opposite end of the package, if different from Z, shall be designated as Z;
(see figure B.1).

NOTE - It is recommended that the minimum and maximum values of Z (Z,) fulfil one of the following relations:

e

2

N
IN

<Z<e

N | ®

e <ng—eetc.
2

5.43

index datum angle(s) (a, a,, ag, etc.)

angular spacing between the index feature (datum) and the first terminal true position on a
terminal circle.

a, should be used for the angular spacing between the index feature and the first terminal
located on the largest diameter circle.
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544
espacement(s) angulaire(s) des sorties (B, By, Bg. €tc.)
espacement(s) angulaire(s) entre les positions exactes des centres des sorties.

Ba sera utilisé pour le cercle ayant le plus grand diamétre.

5.45
angle(s) d'embase (y, y;, ¥», etc.)
autres angles de configuration relatifs a I'embase.

5.46
angle d'écartement d'une sortie (6)
angle entre la sortie et une ligne perpendiculaire au plan de siége.

5.47
angle(s) de bottier (6, 6,, etc.)
autres angles de configuration relatifs au boftier.

6 Présentation des dessins

Les conditions stipulées en 1.1 de la CEl 60191-1 sont applicables.

7 Cotation et tolérances

Les conditions stipulées en 1.2 de la CEIl 60191-1 sont applicables, a I'exception de 1.2.9.
Les principes donnés dans I'ISO 1101 sont également applicables. Les limites a indiquer

normalement pour les dimensions données a l'article 5 sont données dans le tableau de
l'annexe A.

8 Conversion d'inches en millimétres ou réciproquement, et regles
d'arrondissage

Les conditions stipulées en 1.3 de la CEI 60191-1 sont applicables.

9 Définition des familles

(A titre d’information; voir aussi l'article 3.)

9.1 Famille de forme 1

A l'étude.

9.2 Famille de forme 2

A l'étude.

9.3 Famille de forme 3

La famille de forme 3 est définie par la liste suivante de dimensions fixes (des exemples sont
donnés dans les figures B.10 a B.12).
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5.44
terminal spacing, angular (8, B, Bg., etc.)
angular spacing between true positions of terminal centres.

B, refers to the largest diameter circle

5.45
angle(s) base (y, y;, ¥, etc.)
other angular features associated with the base.

5.46
Terminal spread, angular (6)
Angle between the terminal and a line perpendicular to the seating plane.

5.47
angle(s), package (6, 6,, etc.)
other angular features associated with the package.

6 Drawing layout

The requirements of 1.1 of IEC 60191-1 are applicable.

7 Dimensioning and tolerances
The requirements of 1.2 of IEC 60191-1 are applicable, except for 1.2.9.

The principles given in ISO 1101, are also applicable. The limits which should normally be
given for the dimensions listed in clause 5 above are contained in the table of annex A.

8 Inter-conversion of inch and millimetre dimensions,
and rules for rounding-off

The requirements of 1.3 of IEC 60191-1 are applicable.

9 Definition of families
(For information only; see also clause 3.)
9.1 Family of form 1

Under consideration.

9.2 Family of form 2

Under consideration.

9.3 Family of form 3

The family of form 3 is defined by the following list of fixed dimensions (examples are shown in
figures B.10 to B.12).
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Diametre du cercle d'implantation des sorties

Diametre d'une sortie

Diametre du boftier

9.4 Famille de forme 4

60191-3 © CEI:1999

Oa nom.”

d0Oby min.
ED b, max.

0D max.

La famille de forme 4 est définie par la liste suivante de dimensions fixes (des exemples sont

donnés dans les figures B.13 a B.18):
Hauteur a partir du siége
Largeur d'une sortie

Epaisseur d'une sortie

Espacement linéaire des sorties
Largeur de la zone du bottier
et/ou

Longueur de la zone du bottier
Longueur d'une sortie

Largeur hors tout

et/ou
Longueur hors tout
10 Exemples de dessins

Voir annexe B.

A max.

Eb min.
Db max.

Ec min.
5 ¢ max.

e nom.*

Gg max.

Gp max.
Lp min., Lg min.

OHg min.
EHE max.

OHp min.
EHD max.

11 Directives pour le choix des dimensions des encombrements

de circuits intégrés

11.1 Circuits intégrés de la famille de forme G

Voir I'annexe D.

11.2 Bofitiers de forme G congus pour une manipulation automatique

Voir l'annexe E.

12 Directives pour la disposition des encombrements de circuits intégrés

dans les supports de manipulation

Les dispositifs fournis dans des supports de manipulation seront disposés avec la sortie n° 1

placée du c6té de la rainure d'orientation:

* Signifie position géométrique exacte.
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Terminal pitch circle diameter Oa nom.”
Terminal diameter d0Oby min.
Hob
0 Ub, max.
Package diameter 0D max.

9.4 Family of form 4

The family of form 4 is defined by the following list of fixed dimensions (examples are shown in

figures B.13 to B.18):

Seated height A max.
Terminal width Eb min.
Db max.
Terminal thickness dc min.
Ec max.
Terminal spacing linear e nom.*
Package width zone Gg max.
and/or
Package length zone Gp max.
Terminal length Lp min., Lg min.
Overall width OHg min.
EHE max.
and/or
Overall length OHp min.
EHD max.

10 Examples of drawings

See anhnex B.

11 Design procedure for dimensions of integrated circuit packages

11.1 Integrated circuit packages of form G family

See annex D.

11.2 Packages of form G intended for automated handling

See annex E.

12 Rules for mounting integrated circuit packages into carriers

Devices, when supplied in carriers, will be mounted with terminal No. 1 position at the side with

the polarizing slot:

Means true geometrical position.
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encoches de repérage (voir figure 5);

Encoches de repérage

el

N

pour les besoins enfichables, la sortie n° 1 sera a I'extrémité du support comportant deux

pour les boitiers plats, la sortie n° 1 sera a lI'extrémité du support comportant une encoche
de repérage (voir figure 6).

Rainure d'orientation

Py

l {1}
g
Sortie N° 1

Face supérieure du dispositif

O

O

R

Encoche de repérage
IEC 743/98

NOTE - Les dimensions de ce support dépendent des boftiers enfichables correspondants, mais sa forme précise

n'est pas imposée.

Figure 5 — Exemple de support de manipulation pour boftiers enfichables montrant la méthode
recommandée pour identifier la sortie n® 1 a I'aide d'une rainure et d'encoches de repérage

Encoches de repérage

e

N

Rainure d'orientation

e I e e [ s P
~ T\

T

Sortie N° 1

Face supérieure du dispositif

O

O

Q

Encoche de repérage
IEC 744/98

NOTE — Les dimensions de ce support dépendent des boitiers plats correspondants, mais sa forme précise n'est

pas imposée.

Figure 6 — Exemple de support de manipulation pour boftiers plats montrant la méthode
recommandée pour identifier la sortie n® 1 a l'aide d'une rainure et d'encoches de repérage
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polarizing cut-outs (see figure 5);

cut-out (see figure 6).

Polarizing cut-outs

e RN

— 35—

for dual-in-line packages, terminal No. 1 will be at the end of the carrier which has two

for flat packages, terminal No. 1 will be at the end of the carrier which has one polarizing

Polarizing slot

o~

{ )

G

N

Top surface of dev

ice

}

Terminal No. 1

O @)

()

\\

Polarizing cut-out
IEC 743/98

NOTE - Dimensions of this carrier are dependent on the corresponding dual-in-line packages, but its precise shape

is not mandatory.

Figure 5 — Example of carrier for dual-in-line packages showing the recommended method
for locating terminal No. 1 by means of polarizing slot and cut-outs

Polarizing cut-outs

N

5

Polarizing slot

:_L/}__O_—_l

=

|

Terminal No. 1

Top surface of de

vice

O O

N

Polarizing cut-out
IEC 744/98

NOTE — Dimensions of this carrier are dependent on the corresponding flat packages, but its precise shape is not

mandatory.

Figure 6 — Example of carrier for flat packages showing the recommended method
for locating terminal No. 1 by means of polarizing slot and cut-outs
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13 Pliage des sorties des boitiers QUIL

1) Comme cela est spécifié en 4.4, la position de la sortie n° 1 doit étre la premiére position
en partant du moyen d'identification dans le sens antihoraire, en regardant la face
supérieure du dispositif.

2) Le pliage de la sortie n° 1 doit étre fait de fagon que I'extrémité libre de cette sortie soit sur

la rangée d'extrémités de sortie d'espacement axial e, c'est-a-dire la rangée la plus proche
de la face du bofitier dont les sorties émergent.

NOTE - La regle 2 s'applique sans dérogation aux boitiers QUIL a sorties en quinconce asymétriques (voir
figure 7).

Pour les boitiers QUIL a sorties en quinconce symétriques, la régle constitue une recommandation de caractére
préférentiel & suivre lorsqu'un nouveau boitier est congu (voir figures 8 et 9).
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13 Bending of terminals of QUIL packages

1) As specified in 4.4, the position of terminal No. 1 shall be the first position anti-clockwise
from the means of identification, the device being viewed from the top.

2) Bending of terminal No. 1 shall be made so that the free end of this terminal will be on the
row of terminal ends, the axial spacing of which is e, in other words the row nearest to the
package side from which terminals exit.

NOTE - Rule 2 should apply without restriction to asymmetrically staggered QUIL packages (see figure 7).

For symmetrically staggered QUIL packages, it is a preferential recommendation to be followed when a new
package is designed (see figures 8 and 9).
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BOITIERS QUIL A SORTIES EN QUINCONCE ASYMETRIQUES
(Exemple de dessin)

o[l ol

n n—1 n-=2

%

ey o

Vue de dessus IEC 745/98

Figure 7 — Version normalisée

BOITIERS QUIL A SORTIES EN QUINCONCE SYMETRIQUES
(Exemples de dessin)

aln -

n—1 n-—2

€, €,

/-
J_L_IUL] Ul_l

Vue de dessus IEC 746/98

Figure 8 — Version recommandée

ol ol
1. . .
— 0 “U

Vue de dessus

IEC 747/98

Figure 9 — Version permise
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ASYMMETRICALLY STAGGERED QUIL PACKAGE
(Drawing example)

ol ol

n n—1 n-=2

/.
L_ll_l Ul_l

Top view IEC 745/98

Figure 7 — Standardized version

SYMMETRICALLY STAGGERED QUIL PACKAGES
(Drawing examples)

ITII—II_I HI_I

n—1 n=—=2

e, e,
2 1 2 3
Top view IEC 746/98
Figure 8 — Preferred version
n n—1 n—2
e, e,

/I
T U =L

Top view

IEC 747/98

Figure 9 — Permitted version
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14 Boitiers matriciels

Voir annexe F.

15 Regles pour l'orientation des boftiers de circuits intégrés dans les supports
de manutention et de livraison tels que réglettes et rails

Voir annexe G.
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14 Pin grid arrays

See annex F.

15 Rule for orientation of integrated circuit packages in handling and shipping
carriers such as stick magazines and rails

See annex G.
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Annexe A
(normative)

60191-3 © CEI:1999

Limites applicables aux dimensions des encombrements
de boitiers de circuits intégrés

Chaque fois que ce sera approprié au dessin a préparer, les dimensions mentionnées dans le
tableau suivant devront étre données avec les symboles littéraux de référence associés.

NOTE — La lettre X dans les colonnes «Forme» signifie que la dimension considérée peut étre spécifiée sur un
dessin classé dans cette forme.

Les cinq formes sont celles de l'article 3. Etant donné la diversité envisageable, il n'a pas été

inclus de valeurs pour la forme 5.

Symbole Dimension Axiale Périph. |Spéciale Limites
littéral de
référence Forme 1({Forme 2(Forme 3|Forme 4| Forme 5| min. nom. [ max.
A Hauteur & partir du siege X X X X - - max.
Aq Hauteur d'espacement X X X X min. - -
A, Hauteur du boitier X X X X min. 1) - max.
Oa, Daa, Diametre du cercle - - X - - nom.* -
Oag d'implantation des sorties
B3 Grande dimension X X X X min. - max.
d'une butée
By, 3 Petite dimension X X X X min. - max.
d'une butée
oB 3 Diameétre d'une butée X X X X min. - max.
b3 Largeur d'une sortie X X - X min. - max.
by, by, b3 3 |Autre(s) largeur(s) X X - X - - max.
d'une sortie
Ob, Ob,, Diameétre(s) d'une sortie X X X X - - max.
Obg 3
Obg, Ob, 3 |Diameétre(s) d'une sortie X X X X min. - max.
c?d Epaisseur d'une sortie X X - X min. - max.
D Longueur du boitier X X 2) - X 2) - - max.
D4, D, Autre(s) longueur(s) X X - X min. - max. 2)
du boitier
0D Diamétre du boftier - - X X - - max.
0D,, OD, Autre(s) diameétre(s) - - X X min. 1) - max. 2)
du bottier
d, dq, d,, ds, |Espacement(s) linéaire(s) X X X X - nom. * -
dg des butées
E Largeur du boitier X X 2) - X 2) - - max.
E., Es Autre(s) largeur(s) X X - X min. - max. 2)
du boitier
e, e1, e,, e,, |Espacement linéaire X X X4 X - nom. * -

€p

des sorties

Pour I'explication des notes, voir la fin du tableau.
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Annex A
(normative)

Limits applicable for the dimensions
of integrated circuit package outlines

Where appropriate to the particular drawing being prepared, the dimensions listed in the
following table should be given with the associated reference letter symbols.

NOTE — The letter X in the "Form" columns means that the considered dimension may be specified on a drawing
classified in this form.

The five forms are those of clause 3. Due to the varieties which can be expected, no values
have been included for form 5.

Reference Dimension Axial Periph. | Special Limits
letter

symbol Form 1 [ Form 2 | Form 3 | Form 4 | Form 5 | min. nom. | max.
A Seated height X X X X - - max.
Aq Stand-off height X min. - -
A, Package height X min. - max.
Oa, Oag, Terminal circle diameter - - X - - nom.* -
Oag
B3 Stand-off major direction X X X min. - max.
B, 3 Stand-off minor direction X X X min. - max.
oB 3 Stand-off diameter X X X min. - max.
b3 Terminal width X X - X min. - max.
by, by, by 3 |Other terminal width(s) X X - X - - max.
Ob, Oby, Terminal diameter(s) X X X X - - max.
Obg 3
Obg, Ob, 3 |Terminal diameter(s) X X X min. - max.
c?d Terminal thickness X - X min. - max.
D Package length X X 2) - X 2) - - max.
D4, D, Other package length(s) X X - X min. - max. 2)
oD Package diameter - - X X - - max.
0D,, OD, Other package diameter(s) - - X X min. - max. 2)
d, d;, d,, dp, |Stand-off spacing, linear X X X X - nom. * -
dg
E Package width X X 2) - X 2) - - max.
E., Es Other package width(s) X X - X min. - max. 2)
e, e1, e,, e,, |Terminal spacing, linear X X X4 X - nom. * -
€p

For the explanation of notes, see end of table.
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Symbole Dimension Axiale Périph. |Spéciale Limites
littéral de
référence Forme 1({Forme 2(Forme 3|Forme 4| Forme 5| min. nom. | max.
F Hauteur de la zone X - X - min. - max.
du rebord
Fi Hauteur ou épaisseur X - X - min. V) - max.
du rebord
Gp Longueur de la zone - - - X - - max.
de boftier
Gg Largeur de la zone - - - X - - max.
du bottier
oG Diamétre de la zone - - - X - - max.
du boftier
Hp Longueur hors tout - - - X min. - max.
He Largeur hors tout - - - X min. - max.
OH Diamétre hors tout - - - X min. - max.
h Hauteur ou profondeur X X X X min. 1 - max. 2)
d'index
i Largeur d'index X X X X min. 1) - max. 2)
k Longueur d'index X X X X min. 1 - max. 2)
L, Ly ® Longueur(s) d'une sortie X X X - min. - max. 2)
L, 9 Longueur d'une sortie X X X - - - max.
Ly, LD Longueur(s) d'une sortie X X X - min. 1 - max. 2)
Lp, Lg ® Longueur(s) de sortie - - X min. - -
Lg Longueur de la zone X X X X - - max.
de calibrage
Mp Longueur de montage - X - - — - max.
Mg Largeur de montage - X - - — - max.
n Nombre de positions X X X X - nom. -
de sorties
ng Nombre autorisé de sorties X X X X - - max.
mangquantes
Op Diameétre du trou de X X X X min. 6) fnom. © [ max. 6)
montage d'un boftier
Q Hauteur d'émergence - X - X min. - max.
des sorties
Q1 Distance au sommet - X - X min. 1) - max. 2)
d'émergence des sorties
Q,, Qs Autres dimensions - X - X min. 1) - max. 2)
d'émergence des sorties
Z,2,,2, Dépassement(s) du bofitier X X - X - - max. 7)
a, a, g Angle(s) de ligne d'axe - - X - - nom. * -
d'index
B, Ba, Bs Espacement(s) angulaire(s) - - X X - nom. * -
des sorties
Y, Vi, Vo Angle(s) d'embase - - X X min. 1 - max. 2)
0 Angle d'écartement - X - - min. - max.
d'une sortie
0., 6, Angle(s) de boitier X X X X min. 1 - max. 2)

Pour I'explication des notes, voir la fin du tableau.
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Reference Dimension Axial Periph. | Special Limits
letter
symbol Form 1 [ Form 2 | Form 3 | Form 4 | Form 5 | min. nom. | max.

F Flange zone height X - X - min. - max.

Fy Flange height X - X - min. ¥ - max.

Gp Package length zone - - - X - - max.

Gg Package width zone - - - X - - max.

oG Package diameter zone - - - X - - max.

Hp Overall length - - - X min. - max.

He Overall width - - - X min. - max.

OH Overall diameter - - X min. - max.

h Index height or depth X X X X min. 1 - max. 2)

i Index width X X X X min. 1 - max. 2)

k Index length X X X X min. 1 - max. 2)

L, Ly® Terminal length(s) X X X - min. - max. 2)

L, 9 Terminal length X X X - - - max.

Ly, Lg® Terminal length(s) X X X - min. - max. 2)

Lp, Lg ® Terminal length(s) - - X min. - -

Lg Length of gauging zone X X X X - - max.

Mp Mounted length - X - - - - max.

Mg Mounted width - X - - - - max.

n Quantity of terminal X X X X - nom. -
positions

ng Allowable quantity of X X X X - - max.
missing terminals

Op Package mounting hole X X X X min. 6 [nom. ©) | max. )
diameter

Q Terminal emergence height - X - X min. - max.

Q. Terminal emergence - X - X min. - max. 2)
dimension

Q,, Qs Other terminal emergence - X - X min. - max. 2)
dimension(s)

Z, 24, Z, Package overhang(s) X X X - - max. 7)

a, a, g Index datum angle(s) - - X - - nom. * -

B, Ba, Bs Terminal spacing, angular - - X - nom. * -

Y, Vi, Vo Angular features - - X min. 1) - max. 2)
associated with the base

2] Terminal spread, angular - - - min. - max.

6, 6, Angular features asso- X X X X min. 1) - max. 2)

ciated with the package

For the explanation of notes, see end of table.
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1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

S'il y a lieu, la cote minimale pourra étre supprimée.
S'il y a lieu, la cote maximale pourra étre supprimée.

Pour distinguer dans un méme dessin le petit axe ou le grand axe ou le diamétre des sections de différentes
butées, ou bien la largeur ou I'épaisseur ou le diamétre de différentes sorties, les signes (') prime, (") seconde,
etc., seront employés avec les lettres de référence B, By, OB, b, by, by, bs, Ob, Oby, Ob,, Obs etc.

Uniquement pour les positions de sortie rectilignes.

Pour des sorties de longueurs différentes, les symboles littéraux L,, Iy, Iy, L, etc. pourront étre employés.

y!
Les trous ayant un diametre nominal supérieur a 4 mm (0,157 in), seront de préférence cotés par référence aux
dimensions du boulon; en outre, les valeurs minimale et maximale du diamétre du trou peuvent étre données si
on le désire. Pour les trous ayant un diametre nominal égal ou inférieur a 4 mm (0,157 in), les dimensions
minimale et maximale seront requises.

&

Information sur Z par rapport a % (par exemple: Z < 5 % <Z<e).

* Position géométrique exacte comme défini dans I'lSO 1101.
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1) Minimum dimension may be omitted, where appropriate.
2) Maximum dimension may be omitted, where appropriate.

3) To distinguish in the same drawing between major or minor dimensions or diameters of different stand-off, or
between widths, thicknesses or diameters of different terminals, the signs (') prime, (") second, etc., may be
used with reference letter symbols B, B, OB, b, by, b,, by, Ob, Oby, Ob,, Obsz and c.

4) For rectilinear terminal positions only.

5) For terminals of different lengths, the letter symbols L,, |, I, L, etc. may be used.

v

6) For holes with nominal diameters greater than 4 mm (0,157 in), the hole shall preferably be dimensioned by
reference to a bolt size; in addition, minimum and maximum dimensions of the hole diameter may be given if
desired. For holes with a nominal diameter equal to or less than 4 mm (0,157 in), minimum and maximum
dimensions are required.

&

7) Information on Z as regards % (e.g.Z< S % <Z<e).

* True geometrical position as defined in ISO 1101.
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Annexe B
(informative)

Exemples de dessins montrant la classification des boiftiers,
['utilisation des symboles littéraux de référence,

la numérotation des sorties et l'aire d'index

NOTE 1 — Les dimensions indiquées entre parenthéses peuvent étre omises, s'il y a lieu.

NOTE 2 — Dans le dessin spécifié, la lettre x dans le symbole sera remplacée par la valeur de tolérance appropriée.

5

@

NOTE 3 — L'aire d'index est représentée sur les dessins par une zone hachurée.
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Annex B
(informative)

Example drawings showing cross-referencing of packages, utilization
of reference letter symbols, terminal identification and index area

NOTE 1 — Dimensions shown between parentheses may be omitted where appropriate.

NOTE 2 — In the specified drawing, the letter x in the symbol will be replaced by the appropriate tolerance value.

Blox @

NOTE 3 — The index area is shown on the drawings as a hatched zone.
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FORME 1
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FORME 1 (suite)
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FORM 1 (continued)
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FORME 2

Plan de base

Plan de siége ‘
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NOTE - La dimension e; se rapporte a la position géométrique exacte des axes des sorties au niveau du plan de

siege lorsque les sorties sont insérées perpendiculairement au plan de sieége et que leurs axes coincident avec les
axes des trous de montage.

Figure B.7

Figure B-A

NOTE - La figure B.7 présente le symbole de tolérance de position pour les plans de symétrie des sorties ayant un
angle d'écartement (6 # 0).

Une représentation graphique des zones de tolérance de position pour les plans de symétrie des sorties, suivant
I''SO 1101-1 est donnée par la figure B-A dans laquelle

Lg est la longueur de la zone de calibrage pour le controle des tolérances de position pour les plans de symétrie
des sorties;

TP est la position géométrique exacte.

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



60191-3 © IEC:1999 - 59 -

FORM 2

Base plane

Seating plane
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NOTE - Dimension e refers to the true geometrical position of the terminal axes at seating plane level when the

terminals are installed perpendicular to the seating plane and their axes coincide with the axes of the mounting
holes.

Figure B.7

Figure B-A

NOTE - Figure B.7 shows the symbol of positional tolerances for the planes of terminal symmetry having an
angular terminal spread (8 # 0).

A graphical representation of positional tolerance zones for the planes of terminal symmetry according to 1ISO 1101-1,
is given in figure B-A, where

Lg is the length of the gauging zone for controlling the positional tolerances for the planes of terminal symmetry;

TP is the true geometrical position.
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FORME 2 (suite)
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Figure B.7a

TP
072/83
Figure B-B
NOTE - La figure B.7a présente le symbole de tolérance de position pour les axes de sorties n'ayant pas d'angle
d'écartement (6 = 0) a l'intérieur de la zone cylindrique.

Une représentation graphique des zones de tolérance de position pour les axes de sorties, suivant I'lSO 1101-1, est
donnée par la figure B-B dans laquelle

Lg est la longueur de la zone de calibrage pour le contréle des tolérances de position des axes des sorties.
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FORM 2 (continued)
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NOTE — Figure B.7a shows the symbol of positional tolerances for the terminal axes having no angular terminal
spread (6 = 0) within the cylindrical zone.

A graphical representation of positional tolerance zones for the terminal axes according to 1ISO 1101-1, is given in
figure B-B, where

L is the length of the gauging zone for controlling the positional tolerances of terminal axes.
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Annexe C
(normative)

Identification et numérotation des sorties des dispositifs avec sorties
disposées sur trois rangées ou plus dans chaque direction orthogonale
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Annex C
(normative)

Terminal identification and numbering of terminals of devices with
terminals disposed in three or more rows in each orthogonal direction
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Annexe D
(normative)

Dimensions recommandées pour les boitiers de circuits intégrés
de la famille de forme G

Réf. | Limites a respecter Valeurs recommandées pour les dimensions Notes
min. | nom. | max. mm

A - - X A max. = soit 5,1 ou 5,84 1,2

Aq X - - A; min. = soit 0,38 ou 0,51 1,2

b X - X 1,3
min. = 0,35 0,35 0,43

by X - X | max.= (0,51) (0,59) (0,64) 4.5

soit ou ou

c X _ x | min. = 0,10 0,20 0,23 5
max. = 0,16 0,36 0,51

I;‘ - X* - e nom. = 2,54 4

E_' - X* - e, nom. = soit 7,62 ou 10,16 ou 12,70 ou 15,24 ou 17,78 ou 22,86 4,6
min. = (2,54 2,9 3,2 4,5 35

L X - X | max. = soit (3,00) ou (3,4) ou (3,9) ou (5,0) ou (5,0) L7

Mg - - X Mg max. = soit 8,5 ou 11,1 ou 13,6 ou 16,1 ou 18,7 ou 23,8 8

. e
z - - X Zmax.:smtOoquue
6 - X X 6 = soit nom. 0° ou max. 15°

NOTE 1 - La position du plan de siege est déterminée lorsque les sorties sont insérées en butée dans des trous
d'un diametre de 0,60 mm + 0,05 mm ou 0,80 mm * 0,05 mm ou 1,00 mm * 0,05 mm selon la combinaison
spécifiée de b et c, dans l'ordre progressif des valeurs, les centres de ces trous étant disposés axialement
suivant la grille de module IE' / .

NOTE 2 — Toutes les combinaisons des valeurs de A max. et A; min. sont permises.

NOTE 3 - La forme du pliage des sorties et leurs contours dans la limite de Mg et au-dessus du plan de siege ne
sont pas imposés, mais il convient qu'un espacement approprié existe pour que les conducteurs sur la surface de
montage puissent passer entre les sorties.

NOTE 4 — Le principe du maximum de matiére (voir ISO 2692) s'applique a la tolérance de position des sorties.
NOTE 5 — Trois combinaisons seulement de b, et ¢, comme indiqué dans le tableau, sont permises.
NOTE 6 - La dimension e, est donnée pour des raisons de montage et correspond a un angle 6 de valeur nulle.

NOTE 7 — Seules trois plages de valeurs sont permises pour la dimension L lorsqu'on spécifie des sorties
découpées en pointe pour les besoins de l'insertion automatique:

a) 2,54 mm a 3,00 mm,;

b) 2,9 mm a 3,4 mm;

c) 3,2 mm a 3,9 mm.

La plage 2,9 mm a 3,4 mm est préférentielle.

NOTE 8 — Distance hors tout du plus grand écartement des sorties lorsqu'elles sont insérées en butée comme
spécifié a la note 1.

* Signifie position géométrique exacte.
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Annex D
(normative)

Recommended dimensions of integrated circuit packages
of form G family

Ref. Limits to be Recommended values for the dimensions Notes
observed
min. | nom. | max. mm
A - - X A max. = either 5,1 or 5,84 1,2
Aq X - - A. min. = either 0,38 or 0,51 1,2
b - X 1,3
min. = 0,35 0,35 0,43
by X - X | max.= (0,51) (0,59) (0,64) 4.5
any one of or or
c X _ x | min. = 0,10 0,20 0,23 5
max. = 0,16 0,36 0,51

|;_| - X* - e nom. = 2,54 4
[e]

- X* - e, nom. = any one of 7,62 or 10,16 or 12,70 or 15,24 or 17,78 or 22,86 4,6
min. =
L X - X max. = any one of(ggg) or(g,’g) or(%:é) or(gy’g) or(gzg) 1,7
Mg - - X Mg max. = any one of 8,5 or 11,1 or 13,6 or 16,1 or 18,7 or 23,8 8
z - - X Zmax.=anyoneof00r%ore
0 - X X 6 = either nom. 0° or max. 15°

NOTE 1 — The position of the seating plane is determined when the device terminals are fully inserted into holes
of diameter 0,60 mm + 0,05 mm or 0,80 mm + 0,05 mm or 1,00 mm * 0,05 mm depending on the specified
combination of by and c, in progressive order of values, the centres of these holes being located on a grid with

/ as modulus.

NOTE 2 — Any combination of A max. and A; min. values is allowed.

NOTE 3 — The terminal bending form and the terminal contour inside M and above the seating plane are
optional, but adequate clearance should be made so that conductors on the mounting area can pass between the
terminals.

NOTE 4 — The maximum material condition (see ISO 2692) applies to the positional tolerance of the terminals.
NOTE 5 — Only the three combinations of b; and c, as shown in the table, are permitted.
NOTE 6 — Dimension e, is given for mounting purposes and corresponds to the zero value for angle 6.

NOTE 7 — Only the following three ranges of values are permitted for dimension L when pointed leads for
automated insertion are specified:

a) 2,54 mm to 3,00 mm;

b) 2,9 mm to 3,4 mm;

c) 3,2 mm to 3,9 mm.

The range 2,9 mm to 3,4 mm is preferred.

NOTE 8 — Overall distance between outer faces of terminals when they are fully inserted as specified in note 1.

* Means true geometrical position.
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Annexe E
(normative)

Regles générales pour la préparation des dessins de boitiers de forme G
congus pour une manipulation automatique

D b
M M i Vue agrandie
2 174 Note 10 d’un conducteur b
1
b2
n-1 n
| {0 ) N R | L1 L1 Ll Me
Note 9 £
pd e
1, o
A | A Note 2
! ! ! [ r[_- ‘ Note 1
4 A A
L
| | |
2]
@
PR, 508
RENACINES
F
IEC 770/98
Figure E.1
Tableau E.1 — Groupe 1 — Dimensions appropriées pour le montage
et I'interchangeabilité
Réf. Limites a observer Notes
min. nom. max.
A - - X
A, X - - 1,2
b, X - X 3
c X - X
€] x - ‘
L X - X 5
Mg - - X 6
z - - X 7
6 X - X 8
- X 9

NOTE 1 — Plan de siege: le plan de siége est déterminé lorsque les sorties du dispositif sont insérées en butée
dans des trous de diameétre 0,80 mm = 0,05 mm (0,0315" + 0,0020") disposés axialement suivant la grille de

module E / )

NOTE 2 - Plan de base.

NOTE 3 — Le principe du maximum de matiere (voir ISO 2692) s'applique a la tolérance de position des sorties,
sur toute la longueur L.
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Annex E
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General rules for the preparation of outline drawings of packages

of form G intended

for automated handling

b
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2 1 Note 10 Enlarged view
of a terminal b
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/ Az Q
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| | H r[_- ‘ Note 1
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| I |b
1
D
]l ] O @ ]
L'_'I'—‘I'E_F

IEC 770/98

Figure E.1

Table E.1 — Group 1 — Dimensions app

ropriate to mounting and interchangeability

Reference Limits to be observed Notes
min nom. max.

A - - X

Ay X - - 1,2

b, X - X 3

c X - X

[e] X - 4

E - X* - 4

L X - X 5

Mg - - X 6

Zz - - X 7

6 X - X 8
- X 9

NOTE 1 — Seating plane: the seating plane is determined when the device terminals are fully inserted into holes
of diameter 0,80 mm + 0,05 mm (0,0315" + 0,0020") the centre of which is located on a grid with El/ as

modulus.

NOTE 2 — Base plane.

NOTE 3 — The maximum material condition (see ISO 2692) applies to the positional tolerance of the terminals, all

along L length.
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NOTE 4 — Cette dimension correspond a la position géométrique exacte des axes des sorties au niveau du plan
de siége lorsque les sorties sont insérées en butée comme spécifié dans la note 1.

NOTE 5 — Les valeurs minimales et maximales sont des valeurs extrémes qui permettent de regrouper, sous le
méme numéro de code, divers types de boitiers identiques en ce qui concerne les autres dimensions spécifiées.
Suivant I'utilisation envisagée du boitier, il est recommandé de choisir L dans les plages suivantes en millimétres:
2,5443,000u29a3,40u3,2a3,9.

NOTE 6 — Distance des sorties aprées montage.
Définie comme «largeur de montage» en 5.35.
Voir les valeurs recommandées a l'article 12, chapitre 0 de la CEIl 60191-2.

NOTE 7 — Le dépassement doit étre inférieur au demi-pas (ou au pas éventuellement).

NOTE 8 — L'angle 8 n'est valable que pour certains modes de rattachement des sorties au corps du boitier.
Le plan de référence, a partir duquel I'angle 6 est mesuré, est le plan de base.

Des valeurs de 5° a 15° sont recommandées pour I'angle 6; toutefois, il est permis d'utiliser des valeurs de 0° a
15°.

NOTE 9 — n correspond au nombre total de positions des sorties.

NOTE 10 - L'aire d'index identifie la sortie n° 1.

* Signifie position géométrique exacte.

Tableau E.2 —Groupe 2 — Dimensions appropriées pour le montage
et le contrdle par calibre

Référence Limites a observer Note
min. nom. max.
My X - X 1
Q1 X - X -

NOTE 1 — Distance d'insertion des sorties.

Définie comme la distance séparant les extrémités extérieures des
sorties quand elles sont comprimées entre les machoires de I'outil
d'insertion.

(Voir justification et contrdle par calibre a la fin des notes.)

Tableau E.3 — Groupe 3 — Dimensions appropriées
pour la manipulation automatique

Référence Limites a observer Note
min. nom. max.
A, X - X
b X - X
b, - - X 1
D X - X
E X - X
Q X - X
NOTE 1 - b, max. = 1/2 b; max.

Tableau E.4 — Groupe 4 — Dimensions pour information seulement

néant
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NOTE 4 — This dimension refers to the true geometrical position of the terminal axis at seating plane level, when
terminals are fully inserted as specified in note 1.

NOTE 5 — Min. and max. values are limiting values which enable regrouping under the same code number of
various types of packages which are identical in other specified dimensions.

According to the intended use of the package, it is recommended to choose L inside the following ranges given in
mm: 2,54 to 3,00 or 2,9 to 3,4 or 3,2 to 3,9.

NOTE 6 — Terminal installed distance.
Defined as "mounted width" in 5.35.
See recommended values in clause 12, chapter 0 of IEC 60191-2.

NOTE 7 — The overhang shall be less than half a pitch (or one pitch as the case may be).

NOTE 8 — Angle 8 is valid only for certain modes of attachment of the terminals to the case body.
The reference plane from which angle 6 is measured is the base plane.
Values from 5° to 15° are preferred for angle 8; however, 0° to 15° is allowed.

NOTE 9 — n refers to the total number of terminal positions.

NOTE 10 - Index area indicates terminal No. 1.

* Means true geometrical position.

Table E.2 — Group 2 — Dimensions appropriate to mounting and gauging

Reference Limits to be observed Note
min. nom. max.
My X - X 1
Q1 X - X -

NOTE 1 — Terminal insertion distance.

Defined as the distance between the enter edges of the tips of the
terminals when they are compressed by the insertion tool jaws.

(See justification and gauging at the end of the notes.)

Table E.3 — Group 3 — Dimensions appropriate to automated handling

Reference Limits to be observed Note
min. nom. Max.
A, X - X
b X - X
b, - - X 1
D X - X
E X - X
Q X - X
NOTE 1 — b, max. = 1/2 b, max.

Table E.4 — Group 4 — Dimensions for information only

none
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Justification de la dimension M

Quand une machine automatique doit insérer toutes les sorties d'un DIL dans les trous
correspondants du circuit imprimé, les extrémités de ces sorties doivent évidemment se
trouver en regard des trous.

Dans la direction de la longueur (dimension D), la tolérance de position de la sortie en largeur
est concernée (également l'utilisation d'une extrémité pointue).

Mais dans l'autre direction (dimension E), rien ne peut étre vérifié sur le boitier tel qu'il se
présente, avec les rangées de sorties faisant un angle 6 entre elles.

Grace a l'«effet ressort», les deux rangées peuvent étre comprimées (par les machoires de
I'outil d'insertion) jusqu'a une distance correcte. M, est cette distance.

Toutefois, cela ne peut étre obtenu que si la forme du cambrage des rangées de sorties est
telle qu'apres compression, les extrémités des sorties restent a la distance My. Ceci peut étre
verifié par exemple a l'aide d'un calibre.

Utilisation d'un calibre

Un exemple de calibre est représenté aux figures E.2 a E.4.

Ce calibre permet de placer les extrémités des sorties en position correcte pour leur insertion
dans les trous appropriés quand les sorties sont inclinées vers I'extérieur.

My max.

Quand le boftier est inséré dans le calibre et que le sommet du corps est en contact avec le
fond du calibre, on vérifie de facon optique (par exemple a l'aide d'une loupe ou d'un
microscope) que toutes les extrémités sont en position correcte pour une insertion automatique

et qu'il n'y a pas de sorties inclinées vers l'intérieur.

Les points de contact des sorties avec le calibre, s'ils existent, doivent étre situés en dehors de
la zone cambrée des sorties (voir figure E.3).

My min.

Lorsque le boitier est inséré dans le calibre dans les conditions indiquées ci-dessus. My min.
peut étre mesuré par un moyen optique (voir figure E.4).
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Justification of dimension My

When an automatic equipment has to insert all the terminals of a DIL into the corresponding
holes of a printed circuit board, the tips of the terminals must evidently be opposite to the
holes.

In the length direction (dimension D), the positional tolerance on the terminal width is involved
(also the use of pointed tip).

But in the other direction (dimension E), nothing can be checked on an actual device, with
spread row of terminals (angle 6).

Due to a spring effect, the two rows may be compressed (by the jaws of the insertion tool) up
to the correct distance. M is that distance.

However, this can be achieved only if the shape of the bending of the row of terminals is such
that, after compression, the tips of terminals remain at the My, distance. This can be checked
for example by means of a gauge.

Use of a gauge
An example of a gauge is shown in figures E.2 to E.4.

This gauge allows the tips of the terminals to be placed in the correct position for insertion into
the appropriate holes when the terminals are bent outwards.

My max.

When the package is inserted into the gauge with its body in contact with the bottom face of
the gauge, it is possible to check optically (e.g. with the help of a lens or a microscope) that all
the tips are in correct position for automatic insertion and that there is no terminal bent
inwards.

The points of contact of the terminals, if any, shall not be in their bent zone (see figure E.3).
My min.

When the package is inserted in the gauge in the conditions given above, My min. may be
measured optically (see figure E.4).
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Annexe F
(normative)

Régles générales pour la préparation des dessins
de boitiers matriciels
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Annex F
(normative)

General rules for the preparation of outline drawings of pin grid arrays
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DESSINS DE REFERENCE
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REFERENCE DRAWINGS
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Dimensions a spécifier

Tableau F.1 — Dimensions communes a tous les types de boftiers matriciels
Dimensions appropriées pour le montage et I'interchangeabilité

Dimensions en millimeétres (inches)
Référence (note 14) Notes
min. nom. max.
A X - X 1,2
A, X - - 3
A, - - X 3
Ob X - X 4
e] - X * -
I X - X 1
X - - X 5
y - — X 5
Z — - X 6
* Signifie position géométrique exacte.
Tableau F.2 — Dimensions spécifiques aux types
Dimensions en millimeétres (inches)
(note 14)
Réf. Type 1 Type 2 Typen Notes
min. nom. max. min. nom. max. min nom. max.
D X - X X - X X - X
E X - X X - X X - X
np - X - - X - - X - 7
ng - X — - X - — X - 8
n — X - - X — - X — 9,10
Date: XXXX
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Dimensions to be specified

Table F.1 — Dimensions common to all types of pin grid array packages
Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Dimensions in millimetres (inches)
Reference (note 14) Notes
min. nom. max.
A X - X 1,2
Aq X - -
Ob X - X 4
[e] : X+
| X - X 1
X - - X 5
y - - X 5
Z — — X 6
*Means true geometrical position.
Table F.2 — Type specific dimensions
Dimensions in millimetres (inches)
(note 14)
Ref. Type 1 Type 2 Typen Notes
min. nom. max. min. nom. max. min nom. max.
D X - X X - X X - X
E X - X X - X X - X
np - X - - X - - X - 7
Ng - X - - X - - X - 8
n - X - - X - - X - 9,10
Date: XXXX
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NOTE 1 — Plan de siége: le plan de siége est déterminé lorsque les sorties du dispositif sont insérées en butée
dans des trous de diameétre 1,1 mm (0,043") disposés axialement suivant la grille matricielle de module

(e] /[e]

NOTE 2 — Les butées ne sont pas imposées; lorsqu'elles existent, il est recommandé qu'elles soient situées sur les
diagonales de la matrice des sorties.

NOTE 3 - La dimension A inclut a la fois le corps du boftier et le couvercle, que celui-ci soit situé au-dessus ou
au-dessous du boitier (voir dessins de référence).

NOTE 4 — La dimension Ob inclut les surépaisseurs de soudure au trempé. Sinon, la spécification particuliére de
soudure au trempé doit donner le diamétre Ob a la fois sans et avec soudure.

NOTE 5 — Tolérance de position selon I''SO 1101.
— x s'applique a la référence de position A (écart par rapport a la position théorique);
— y s'applique a la référence de position B (écart par rapport a la position théorique).

NOTE 6 — Dépassement du boftier Z

[e]

soitZ<—
2

soit I%l < Z <[e]

Les dessins de boftiers qui different seulement par leur dépassement peuvent étre différenciés par un suffixe dans
leur numéro de code.

NOTE 7 — np est le nombre de colonnes de sorties de la matrice dans la direction D.

NOTE 8 — ng est le nombre de rangées de sorties de la matrice dans la direction E.

NOTE 9 — n est le nombre maximal possible de sorties.

NOTE 10 — La désignation des sorties doit étre faite conformément a I'annexe C.

NOTE 11 — Un index mécanique (par exemple un coin) est facultatif mais un repére visuel d'identification doit
apparaitre a la fois sur le dessus et le dessous du boitier. Lorsqu'en plus du repére visuel d'identification I'index
mécanique ajouté pour assurer le détrompage est soit une sortie supplémentaire, soit une sortie manquante, la
position concernée de cette sortie supplémentaire ou de cette sortie manquante doit étre située de préférence sur
la diagonale de la matrice, le plus prés possible du repére visuel d'identification de la sortie AO1.

NOTE 12 — L'extrémité des sorties peut étre taillée en pointe, arrondie ou chanfreinée.
NOTE 13 — L'espace entre deux zones métallisées sur la surface du boitier doit étre de 0,51 mm (0,020") min.

NOTE 14 — Indiquer les dimensions d'origine.

Date: XXXX
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NOTE 1 — Seating plane: the seating plane is determined when the device terminals are fully inserted into holes of
diameter of 1,1 mm (0,043") the centres of which are located on a grid matrix withla/ Eas modulus.

NOTE 2 — Stand-offs are optional, but when present they should be located on the pin matrix diagonals.

NOTE 3 — Dimension A includes both the package body and lid for either lid up or lid down configuration
(see reference drawings).

NOTE 4 — Dimension Ob includes solder dip supplementary thickness. If not, solder dip detailed specification shall
give both Ob diameter without and with solder.

NOTE 5 — Positional tolerance per ISO 1101.

— X value applies at datum A (deviation from the theoretical position);
—y value applies at datum B (deviation from the theoretical position).

NOTE 6 — Package overhang Z

Lel

either Z <=
2

el

or — <7<
, el

Package drawings which differ by their overhang only may be differentiated by a suffix in their code number.

NOTE 7 — np is the number of terminal columns of the matrix in the D direction.
NOTE 8 — ng is the number of terminal rows of the matrix in the E direction.

NOTE 9 — n is the maximum possible number of terminals.

NOTE 10 — The terminal number designation shall be in accordance with annex C.

NOTE 11 — Mechanical index (e.g. corner) is optional but some visual identification shall appear on both top and
bottom of the package. When in addition to the visual identification a supplementary mechanical index, intended to
avoid misorientation at insertion is either a supplementary terminal or a missing terminal, then the relevant position
of that terminal or vacant terminal position shall preferably be located on the matrix diagonal nearest to the visual
identification of terminal AO1.

NOTE 12 — The tip of terminal may be pointed or have a radius or chamfer.
NOTE 13 — The clearance between two metallized areas on the surface of the package shall be 0,51 mm (0,020") min.

NOTE 14 - To indicate the original dimensions.
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Annexe G
(normative)

Régle pour I'orientation des bofitiers de circuits intégrés dans les supports
de manutention et de livraison tels que réglettes et rails

G.1 Introduction

Les utilisateurs de circuits intégrés fournis par différents fabricants ont besoin que les boftiers
de circuits intégrés soient orientés de fagcon normalisée dans les supports de manutention et
de livraison tels que réglettes et rails.

Pour cette raison une regle qui, se référant au marquage de leur sortie n° 1 et au marquage de
leur numéro de code, spécifie la position du boftier du circuit intégré dans la réglette ou le rail,
est nécessaire.

G.2 Regle

Les botftiers des circuits intégrés doivent étre placés dans les supports du boftier tels que
réglettes et rails, de telle sorte que le cbté portant le marquage de la sortie n° 1 sorte le
premier du support.

Lorsque des bofitiers sont placés dans le support et vus du dessus, le marquage de la sortie
n° 1 doit se trouver a gauche ou au coin en bas a gauche et le marquage du code doit se
trouver sur le dessus du bottier et lisible de gauche a droite.

Exemples: voir la figure G.1.

Dans le cas des boitiers DIP, QUIP, SOP, FP, QFP, CCC et PGA, la sortie n° 1 est la premiére
de sa rangée a sortir du véhicule de transport,

ou

dans le cas des bofitiers PLCC et CCC, la rangée comprenant la sortie n° 1 dans son milieu est
la premiére sortie du véhicule de transport.
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Annex G
(normative)

Rule for orientation of integrated circuit packages in handling and
shipping carriers such as stick magazines and rails

G.1 Introduction

The users of integrated circuits which are supplied by different manufacturers need to have
integrated circuit packages oriented in a standard way in handling and shipping carriers such
as stick magazines or rails.

For this reason a rule is required to designate the orientations of the integrated circuit
packages relative to their terminal No. 1 mark and code mark in stick magazines or rails.

G.2 Rule

Integrated packages shall be put in carrier packages such as stick magazines and rails with the
terminal No. 1 mark oriented so that the side with the mark exits first from the carrier.

When the packages are in the carrier and viewed from the top, the terminal No. 1 mark shall be
to the left or in the lower left corner and marking shall be right side up and readable from the
left to the right.

For example: see figure G.1.

Terminal No. 1 exits as first terminal of the row which contains terminal No. 1, in the case of
magazines containing packages like DIP (dual-in-line package), QUIP (Quad in-line package),
SOP (small outline package), FP (flatpack), QFP (quad flatpack), CCC (ceramic chip carrier),
or PGA (pin grid array),

or

the row which contains terminal No. 1 in its centre exits first in the case of magazines
containing packages like PLCC (plastic leaded chip carrier), or CCC (ceramic chip carrier).
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LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
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Annexe H
(normative)

Méthode de la vue par dessous pour la reconnaissance de la sortien® 1

Quand le marquage de la sortie n° 1 est prescrit sur la face inférieure du boitier, la convention
suivante est appliquée.

La méthode de la vue par dessous permet, presque sans perte de temps, l'identification de la
sortie n° 1 directement aprés l'alignement optique.

Vue par dessus

Aire de marquage

de la sortie n® 1 Marques
d'éjection

Marque de

Marques la sortie n°® 1

d'éjection

Ordonnée de ! Abscisse de

la sortie n® 1

la sortien®l g -

O
K,,

T TR AT T

Aires supplémentaires de référence

de la sortie no 1 en vue de la correction
par rotation automatique de I'orientation
des boitiers de forme carré

NNOARANR OO L RRRTTANAAD
gy
=
| 5 |
x =
=
x =
=
oY=
ELLEERlERE TN

Aire de référence
normalisée de la sortie n° 1

IEC 775/98

Figure H.1
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Annex H
(normative)

Bottom view method for terminal No. 1 recognition

When terminal No. 1 marking is required on the bottom side of the package, the following
convention is used.

The bottom view method enables a nearly time neutral terminal No. 1 identification directly
after the optical centering.

Bottom view

Terminal No. 1 mark

Terminal No. 1 mark area Ejector
Ejector marks
ATAROLEAnARRAAAAAADD
— 7’\.’/: 0,5 mm I /j:
— ‘ - | . h —
—i{_HOT S
1] C ] 7‘ — I 4 7J E
—— ‘ 0,5mm ‘
Y-terminal 1y torminal 1 ‘
"—»‘
|
‘ [T 1
T 1
[— : —
[— | ——
1] | T 1
1] T 1
[— = ;" ‘ S j —
[ | I . y [T 1
= O 0 1 OB
o | ‘ ‘ ‘
BBl ittt
Additional reference terminal No. 1 ﬁj
areas for automatic rotational
correction of the orientation Standard reference
with quadratic packages terminal No. 1 area
IEC 775/98

Figure H.1
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Les schémas en figure H.2 illustrent la définition du centre du composant pour différentes
formes de boitiers de circuits intégrés et indiquent les emplacements typiques de la marque de
la sortie n° 1.

Boitiers SO/SOJ/DIP & nombre Boitiers SO/SOJ/DIP & nombre
impair de sorties par rangée pair de sorties par rangée
1 1
00000000000 0ooooooooo
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The diagrams in figure H.2 show the definition of the component centre with different integrated
circuit package forms and indicate typical locations of the terminal No. 1 mark.

SO/SOJ/DIP packages with SO/SOJ/DIP packages with
odd terminal count even terminal count
1 1
gooooobouoon 0ooooonnoo
4(} e 4@, o <T> [

Joooouoooot 1000000000

QFP packages with QFP packages with
odd terminal count even terminal count
1 |

qogooooooon 0000000000
® O

Jooon
goouon

10000000000
|
10000000000
|
|
|
0
|
|
|

Jooon
Jooon

0000000nooa nooooooood

PLCC/ BQFP packages with PLCC/ BQFP packages with
odd terminal count even terminal count

10000000000 1000000000

S = = | =
[ ] 1; | g
= —= g% g =
- — - . 7
] — [ | ]
(| — L [
- — - i —
000ooyo0ooono DDDD@DDDDD

Figure H.2

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



- 110 - 60191-3 © CEI:1999

Pour toutes les formes de boitiers de circuits intégrés, le centre du composant est
déterminé par les broches.

L'attribution de la marque a la sortie n° 1 ou a la rangée de sorties (qui la contient) est
réalisée au cours de la description de la forme du boftier pour la machine de placement.
Tout emplacement de cette marque est possible, mais la relation avec la rangée de sorties
doit étre bien déterminée. Pour effectuer une attribution uniforme aux bofitiers a double
rangée (DIP ou DIL), aux boftiers plats (QFP et BQFP), aux boftiers plastiques a sorties en
J (PLCC) et a toutes les variantes de boitiers a ligne basse (SO), il est recommandé
d'utiliser le mode d'attribution des boitiers & double rangée.

Description de l'aire de marquage de la sortie n° 1 (aire de recherche):

L'aire de marquage de la sortie n° 1 (aire de recherche) a une taille double de celle de la
marque de sortie n° 1.

Il convient qu'une distance minimale de 0,5 mm soit ménagée entre cette aire et les bords
du corps du composant ou toute autre structure perturbatrice.

Pour lever toute ambiguité, il est nécessaire de ménager une aire de référence de la sortie
n° 1 dans I'emplacement opposé en diagonale, avec la méme taille que I'aire de marquage
de sortie n°® 1 (aire de recherche).

Des aires supplémentaires de référence de la sortie n° 1 permettent une correction par
rotation de l'orientation des boitiers de forme carrée.

Les dessins d'encombrement existants qui autorisent d'autres aires de sorties n° 1 ne seront
pas affectés mais on ne devra pas ajouter de nouvelles variantes a ces dessins tant que les
zones optionnelles n'auront pas été supprimées selon les étapes de proposition habituelles de
la CEIl. De nouvelles variantes de configuration d'encombrement d'un boitier existant doivent,
toutefois, suivre la nouvelle prescription et doivent, une fois approuvées pour publication,
porter un numéro de configuration distinct, a moins que la configuration dont elles sont issues
n‘ait elle-méme été mise en conformité avec cette prescription. La nouvelle publication doit
comporter une référence a la configuration dont elle est issue.
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The component centre with all integrated circuit package form variants is determined by the
leads.

The assignment of the terminal No. 1 mark to the terminal No. 1 or the terminal row
(containing terminal No. 1) is done in the package form description of the placement
machine. Any location of the terminal No. 1 mark is possible, however, the relationship to
the terminal row must be definite. In order to achieve a uniform allocation for DIPs (DILS),
QFPs (BQFPs), PLCCs and all SO variants, it is recommended to use the DIP (DIL)
allocation.

Description of the terminal No. 1 mark area (search area):

The size of the terminal No. 1 mark area (search area) is double of the size of the terminal
No. 1 mark.

The minimum clearance to the edges of the component body and any other disturbing
structure should be 0,5 mm.

In order to avoid any ambiguity, it is necessary to provide a reference terminal No. 1 area
with the same size as the terminal No. 1 area (search area) at the diagonal opposite
location.

Additional reference terminal No. 1 areas allow a rotational correction of the orientation of
guadratic packages.

Existing outline drawings that allow alternative terminal No. 1 areas will not be affected, but
new variations shall not be added to these outlines until such time as the optional areas are
removed through the customary IEC proposal stages. New variations of an existing package
outline configuration shall be required to follow the new policy and shall, when approved for
publication, be published under a separate outline number unless the parent outline has been
brought into conformance with this policy. Reference to the parent outline will be included in
this new outline publication.
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Annexe K
(normative)

60191-3 © CEI:1999

Bavures aux orifices d'injection, dép6t du moule et protrusions

Il a été jugé nécessaire de clarifier les configurations concernant la mesure des dépdts de
résine du moule, des dép6ts de résine entre connexions, des bavures aux orifices d'injection et

des protrusions sur les boitiers plastiques.

Toutes les configurations pour enveloppes plastiques donneront les dimensions pour les
dépdts de résine du moule, les dépbts entre connexions, les bavures aux orifices d'injection et

les protrusions.

Les configurations ont précédemment défini ces dimensions en
feront comme suit:

détail. Dans l'avenir, elles le

Bavures aux orifices d'injection, dépdt du moule et protrusions

Plus grand élément de I'enveloppe
dessus ou dessous

Longueur ou largeur max. du corps

Bavure aux orifices d'injection, dépét du
moule et protrusion acceptables définis
par la configuration

Dép6bt entre connexions

Plus grand élément de

I'enveloppe dessus
Surface max. du dépot ou dessous
du moule definie par %

la configuration ‘

L Connexion

»‘ -
Epaulement de \/
la connexion Fenétre max. pour la

largeur du dépot

Fenétre max. pour la
longueur du dépot

IEC 777/98

e La fenétre max. pour la longueur du dép6t peut suivre le profil de la connexion jusqu'au
bord intérieur de la barre d'arrét mais ne dépassera pas I'épaulement de la connexion, sauf

indication contraire sur la configuration.

« La fenétre max. pour la largeur du dép6t ne dépassera pas la protrusion de barre d'arrét

acceptable, sauf indication contraire sur la protrusion.
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Annex K
(normative)

Gate burrs, mold flash and protrusions

It has been found necessary to clarify outline drawings regarding the dimensional aspects of
mold flash, interlead flash, gate burrs and protrusion on plastic packages.

All outline drawings for plastic packages shall show the dimensions for mold flash, interlead
flash, gate burrs, and protrusions.

Outline drawings have not previously defined these dimensions in detail. Future outline
drawings shall define these dimensions as follows:

Gate burrs, mould flash, and protrusions

Largest element of the
package top or bottom

Max. body length or width

Allowable gate burr, mould flash, and
prorusion defined by outline

Interlead flash

Largest element of the
package top or bottom

Max. mould flash area ¢ = —

defined by outline Max. window
? ‘ flash length
_J L - Lead
Lead
shoulder Max. window
flash width
IEC 777/98

¢ Maximum window flash length may follow the lead profile up to the inside edge of the
dambar but shall not extend beyond the lead shoulder unless otherwise specified in
the outline drawing.

¢ Maximum window flash width shall not exceed the maximum allowable dambar protrusion
unless otherwise specified in the outline drawing.
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